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HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

开放创新，共赢未来 

华为终端公司 芯片规划总监 王利强 

自在分享 
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华为终端公司介绍  

移动宽带 手机 家庭融合 

华为终端 
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赢得智能机市场，就是赢得通信业的未来 

业界趋势一：智能机大众化、普及化 

90% 非智能机用户计划升级到智能机 

 

    80%  智能机用户希望拥有更新的

智能机 

智能机出货量迅猛增长 

2010 2015 

 
中高端机型 
普及型 （< 200美元） 
 

来源: SA (2011年4月) 

智能机需求旺盛 

单位：百万部 

来源: SA (2011年5月) 

47 

369 

8X 



Huawei | Smart Phone Design Proposals | 2010   

多样化、泛在终端构建智能社会 

业界趋势二：通信从手机到多样化、泛在终端 

传统电信 

智能社会 

家庭 

生活方式 (电子城市/数字家庭/移动办公自动化) 

2G/DSL 

é 

固定宽带和语音服务 

BUS 

户外 网络技术 

云计算技术  

旅途中 

办公场所 
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Å与展讯合作，推出首款TD无线座机，市场

占有率达到60%，成为同年展讯第二大客户 

 
Å帮助中国移动快速发展TD 3G业务 

案例：2008年－华为TD无线座机ETS5623  
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案例：2011年－华为Mobile WiFi GP01 

Å与海思合作，把SoftAP功能内置在

基带芯片，2011年初推出了业界最

小最薄的HSPA+ Mobile WiFi 产品 

 
Å热销日本市场 
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与海思合作，推出全球首款支持免安

装、免配置、免拨号的新一代革命性

数据卡，15秒内自动接入网络 

案例：2011年－华为Hilink E353 数据卡 
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  与Intel携手合作，推出全球最小的

PA+数据卡，尺寸仅为6.5*24.5*8，

与Macbook Air及Ultrabook超薄笔

记本完美搭配 

 

案例：2011年－华为E369数据卡 
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 3D触屏 3D UI 

案例：2011年－华为智能旗舰机Vision/远见 

3D UI   3D SMS   

3D 游戏 

内置精彩3D

游戏 

,  

3D UI 
 2.3   

  16G  
  

与高通合作，确保流畅顺滑的3D操控体验 
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案例：2011年－华为智能旗舰机Honor/荣耀 

精彩云端服务 极致幻彩UI 畅享无间沟通 

超强续航能力 超酷又实用的华为云服务，带来前所
未有新体验  

炫彩奇幻视觉效果，激发无限灵感 

与高通合作，推出超强续航能力的智能旗舰机 

movie/Poweron.mov
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   开放创新，共赢未来 

 
市场的竞争就是产业链的竞争 

  
华为期待与芯片厂商进一步合作 

 

开放创新，共赢未来！ 

 

谢谢！ 


